
江苏电子配件回收，液晶屏回收，手机屏幕高价收购

产品名称 江苏电子配件回收，液晶屏回收，手机屏幕高价
收购

公司名称 深圳市邵昕电子科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:邵昕电子科技
价格:请来电咨询报价或添加微信
回收项目:回收各种IC电子元器件

公司地址 深圳市福田区华强北街道佳和华强大厦

联系电话 0135-30101390 13530101390

产品详情

江苏电子配件回收，液晶屏回收，手机屏幕高价收购，集成电路（IC）芯片在封装工序之后，必须要经
过严格地检测才能保证产品的质量，芯片外观检测是一项必不可少的重要环节，它直接影响到 IC 产品的
质量及后续生产环节的顺利进行。外观检测的方法有三种：一是传统的手工检测方法，主要靠目测，手
工分检，可靠性不高，检测效率较低，劳动强度大，检测缺陷有疏漏，无法适应大批量生产制造；二是
基于激光测量技术的检测方法，该方法对设备的硬件要求较高，成本相应较高，设备故障率高，维护较
为困难；三是基于机器视觉的检测方法，这种方法由于检测系统硬件易于集成和实现、检测速度快、检
测精度高，而且使用维护较为简便，因此，在芯片外观检测领域的应用也越来越普遍，是 IC
芯片外观检测的一种发展趋势。 

集成电路故障检测编辑 播报

集成电路芯片的硬件缺陷通常是指芯片在物理上所表现出来的不完善性。集成电路故障（Fault）是指由
集成电路缺陷而导致的电路逻辑功能错误或电路异常操作。导致集成电路芯片出现故障的常见因素有元
器件参数发生改变致使性能极速下降、元器件接触不良、信号线发生故障、设备工作环境恶劣导致设备
无法工作等等。电路故障可以分为硬故障和软故障。软故障是暂时的，并不会对芯片电路造成性的损坏
。它通常随机出现，致使芯片时而正常工作时而出现异常。在处理这类故障时，只需要在故障出现时用
相同的配置参数对系统进行重新配置，就可以使设备恢复正常。而硬故障给电路带来的损坏如果不经维
修便是性且不可自行恢复的。

通常集成电路芯片故障检测必需的模块有三个：源激励模块，观测信息采集模块和检测模块。源激励模
块用于将测试向量输送给集成电路芯片，以驱使芯片进入各种工作模式。通常要求测试向量集能尽量多
的包含所有可能的输入向量。观测信息采集模块负责对之后用于分析和处理的信息进行采集。观测信息
的选取对于故障检测至关重要，它应当尽量多的包含故障特征信息且容易采集。检测模块负责分析处理
采集到的观测信息，将隐藏在观测信息中的故障特征识别出来，以诊断出电路故障的模式。



早的电路故障诊断方法主要依靠一些简单工具进行测试诊断，它极大地依赖于专家或技术人员的理论知
识和经验。在这些测试方法中，常用的主要有四类：虚拟测试、功能测试、结构测试和缺陷故障测试。
虚拟测试不需要检测实际芯片，而只测试仿真的芯片，适用于在芯片制造前进行。它能及时检测出芯片
设计上的故障，但它并未考虑芯片在实际的制造和运行中的噪声或差异。功能测试依据芯片在测试中能
否完成预期的功能来判定芯片是否存在故障。这种方法容易实施但无法检测出非功能性影响的故障。结
构测试是对内建测试的改进，它结合了扫描技术，多用于对生产出来的芯片进行故障检验。缺陷故障测
试基于实际生产完成的芯片，通过检验芯片的生产工艺质量来发现是否包含故障。缺陷故障测试对技术
人员的知识和经验都要求很高。芯片厂商通常会将这四种测试技术相结合，以保障集成电路芯片从设计
到生产再到应用整个流程的可靠性和安全性。

电压诊断出现较早且运用较广。电压测试的观测信息是被测电路的逻辑输出值。此方法通过对电路输入
不同的测试向量得到对应电路的逻辑输出值，然后将采集的电路逻辑输出值与该输入向量对应的电路预
期逻辑输出值进行对比，来达到检测电路在实际运行环境中能否实现预期逻辑功能的目的。此方法简单
却并不适用于冗余较多的大规模的集成电路。若缺陷出现在冗余部分就无法被检测出来。而且当电路规
模较大时，测试向量集也会成倍增长，这会直接导致测试向量的生成难且诊断效率低下等问题。此外，
如果故障只影响电路性能而非电路逻辑功能时，电压诊断也无法检测出来。由于集成电路输出的电压逻
辑值并不一定与电路中的所有节点相关，电压测试并不能检测出集成电路的非功能失效故障。于是，在
80 年代早期，基于集成电路电源电流的诊断技术便被提出。电源电流通常与电路中所有的节点都是直接
或间接相关的。

因此基于电流的诊断方法能覆盖更多的电路故障。然而电流诊断技术的提出并非是为了取代电压测试，
而是对其进行补充，以提高故障诊断的检测率和覆盖率。电流诊断技术又分为静态电流诊断和动态电流
诊断。静态电流诊断技术的核心是将待测电路处于稳定运行状态下的电源电流与预先设定的阈值进行比
较，来判定待测电路是否存在故障。可见，阈值的选取便是决定此方法检测率高低的关键。早期的静态
电流诊断技术采用的固定阈值，然而固定的阈值并不能适应集成电路芯片向深亚微米的发展。于是，后
人在静态电流检测方法上进行了不断的改进，相继提出了差分静态电流检测技术，电流比率诊断方法，
基于聚类技术的静态电流检测技术等。动态电流诊断技术于 90 年代问世。动态电流能够直接反应电路在
进行状态转换时，其内部电压的切换频繁程度。基于动态电流的检测技术可以检测出之前两类方法所不
能检测出的故障，进一步扩大故障覆盖范围。随着智能化技术的发展与逐渐成熟，集成电路芯片故障检
测技术也朝着智能化的趋势前进
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